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Fine Solder

項　　　　　目 FLF01-AZ 試験規格

合金組成

固相線温度

Sn96.5%-Ag3.0%-Cu0.5%

約217℃

約219℃

20～38μm(Type4)

11.50%

0.00%

190Pa・s

0.56

88%

合格

1.0×10 Ω以上

異常なし

JIS Z3282

JIS Z3282

JIS Z3282

JIS Z3284(J-STD-005)

JIS Z3197

JIS Z3197

JIS Z3284

JIS Z3284

JIS Z3197

JIS Z3197

JIS Z3197

JIS Z3197

液相線温度

はんだ粉末サイズ

フラックス含有量

ハライド含有量

粘度特性

チクソトロピー指数

銅板腐食試験

広がり率

絶縁抵抗試験(85℃ 85%RH 168hr)

マイグレーション試験(85℃ 85%RH 1,000hr)

〒242-0001
神奈川県大和市下鶴間2775番地

※このカタログに記載してある仕様につきましては、予告なく一部変更することがありますのでご了承下さい。

TEL ： 046-274-0706
FAX ： 046-274-9017

松尾ハンダ株式会社

優れた耐熱性と濡れ上がり性 保存安定性良好

独自の活性剤技術によってソルダペーストの活性温度域を広げることで、
優れた耐熱性と非常に良好な濡れ上がり性を実現しました。

非常に安定な活性成分を使用しているため、常温におけるステンシルライフ・
保管ライフに優れています。

LEAD FREE SOLDER PASTE
鉛フリーソルダペースト

濡れ上がり特化タイプ 
優れた耐熱性と濡れ上がり性を実現。
BGA未溶融などの不具合低減に効果を発揮します。
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連続撹拌粘度変化高温プロファイルでの比較
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Ｐroduct Features 製 品
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